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SIPLACE TX micron

Hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit fur Module und SiPs



SCHNELLER UND GENAUER
SIPLACE TX micron

EIN MEILENSTEIN FUR ADVANCED PACKAGING UND
HIGH-DENSITY-ANWENDUNGEN

Mit der SIPLACE TX micron fertigen Sie fur Advanced Packaging und High-Density-
Anwendungen mit der hdchsten Leistung modernster SMT-Technologie (bis zu
93.000 BE/h) — bei bisher unerreichter Genauigkeit. Mit einer Standardgenauigkeit
von 20 ym @ 3 sigma und Genauigkeitsklassen von 15 und 10 ym @ 3 sigma
lassen sich die Bestiickabstéande auf nur 50 um reduzieren. Diese Upgradefahigkeit
und Leistung schitzen Ihre Investition.

Mit smarten Features wie der neuen hochauflésenden Leiterplattenkamera, flexiblen
Transportoptionen des neuen Multi Purpose Dual Conveyors, der Nonstop-Zufiihrung
von Bauelementen in JEDEC Trays durch die SIPLACE Tray Unit, offenen Schnittstel-
lenstandards sowie leistungsstarker Steuerungssoftware garantiert die SIPLACE TX
micron jederzeit maximalen Ertrag und héchste Produktivitat in der intelligenten Fertigung.

ZWEI
BESTUCKKOPFE

HOCHGENAU UND ULTRA-FLEXIBEL

Der gesamte Bestiickprozess lasst sich fiir jedes Bauelement
und jede Bestlickposition exakt programmieren — inklusive
Touchless Pick-Up und Zero Force Placement.

Bestlickkopf CP20

Bestlickkopf CPP

= Bauelementespektrum: 0201 metrisch = Wechselt softwaregesteuert

zwischen Pick&Place,
Collect&Place und Mixed Mode

bis 8,2 mm x 8,2 mm x 4 mm
= Fir empfindlichste Bauelemente:

Thin Dies bis 50 um Hoéhe = Bauelementespektrum: 0402 metrisch
(minimale Hohe) bis 27 x 27 mm und 6 mm Hohe

= Extrem schnell: bis 46.500 BE/h = Highspeed: bis 23.850 BE/h

= Extrem genau: bis+10ym @ 3 o = Extrem genau: bis £220 um @ 3 o

MAXIMALE
FLEXIBILITAT

PERFEKT: ZUFUHRUNG
UND TRANSPORT

= Strapazierfahige, intelligente und
wartungsfreie Smart Feeder,
Glue Feeder X, Force Verification
Feeder und Linear Dipping Unit 2 X

= NEU: Multi Purpose Dual Conveyor
Leiterplattentransport bis zu einer Dicke
von 13,5 mm inkl. Verwdlbung. Es kénnen
JEDEC-Trager, J-Boat-Trager, Trager mit
hohen Fixierstiften oder “dicke” Trager
transportiert werden. Klemm-/Freigabe-
geschwindigkeit der Conveyor sind
programmierbar.



= SIPLACE Tray Unit

FUR SENSIBLE BAUELEMENTE:
HOCHSTE GENAUIGKEIT

Fur empfindlichste Bauelemente

Individuell programmierbarer Bestlckprozess mit Touchless
Pick-up/Zero Force Placement und individueller Nachverfolgung
vom Tape bis hin zum fertigen Produkt

Crack Die Detection/Die Chipping Detection

Fir minimale DPM-Raten: Das Visionsystem erkennt auch kleinste
Risse und Schaden an Bauelementen — bei voller Geschwindigkeit.

Visionsystem mit blauem und rotem Licht

Kontrastreiche Aufnahmen kleinster Bauelemente (01005, 0201m)
und Unterscheidung besonderer Merkmale (Copper Pillars)

Maximale Leistung

Mit zwei Portalen und innovativen Bestlickmodi
erreicht die SIPLACE TX micron eine
Bestuckleistung von bis zu 93.000 BE/h.

Flux Detection/Inspection

Optische Kontrolle garantiert hohe Ertrage
beim Einsatz von Dipping-Einheiten.

Reinraum-Zertifizierung

Klasse-7-Zertifizierung gemaf
DIN EN ISO 14644-1, sowie nach SEMI S2/S8.

VIELE INNOVATIONEN:
GENAUIGKEIT BY DESIGN

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL

Mit vielen Innovationen tberwindet die SIPLACE TX micron die bisherigen
Grenzen bei der Bestiickgenauigkeit. Ein perfektes Zusammenspiel von
temperaturbestandigen Glaskeramik-Skalen, Passmarken, hochauf-
I6senden optischen Sensoren und Vakuum-Toolings gewahrleisten eine
extrem genaue Bestlickung — bei hochster Bestlickleistung. Durch die

Schnelle, unterbrechungsfreie Kombination mit der neuen SIPLACE CAZ2 in einer SMT-Linie kdnnen

Zufiihrung von Bauelementen aktive Bauelemente vom Wafer und passive Bauelemente vom Tape-

g JhE_DEC Trays im kompakten and-Reel automatisiert bestiickt werden. Indem Taping, Splicen oder
ehause

Nachflllen entfallen, werden Prozessaufwand und manuelle Fehler
reduziert und Kosten gespart.
Mehr zu
SIPLACE TX micron
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SIPLACE TX micron

Bestuickleistung (Benchmark)

Bestuickgenauigkeit (3 o)

Leiterplattenformat (L x B)

MaschinengroRe (L x B x H)
Bauelementezufiihrung

Stromverbrauch (Durchschnitt)
Luftverbrauch
Zertifikate

Datenschnittstellen

bis zu 93.000 BE/h
20 ym /15 ym / 10 ym (wahlbar nach Bestlickungsposition und Bauelementform)

50 mm x 45 mm bis 375 mm x 460 mm (Einfachtransport)

50 mm x 45 mm bis 375 mm x 260 mm (Doppeltransport)

50 mm x 45 mm bis 590 mm x 460 mm (Long Board Option)

50 mm x 55 mm bis 300 mm x 240 mm (Mit Vacuum Transport/ 15 ym)
50 mm x 55 mm bis 250 mm x 100 mm (Mit Vacuum Transport / 10 pm)

1,00m x2,23m x 1,45 m

bis zu 80 x 8 mm Feeder, JEDEC Trays, Linear Dipping Unit, Glue Feeder, SIPLACE Tray Unit,
3rd-Party-Feeder-Integration, JTF-ML2

2,0 kW fur SIPLACE TX2i micron mit CP20 (1,2 kW fiir SIPLACE TX2 micron mit CPP)
120 NI/min (2 x Placement Head CP20)

SEMI S2/S8, Clean room class ISO 7

IPC-HERMES-9852, IPC-2591 CFX, IPC-SMEMA-9851

Bestuckleistung (Benchmark) bis zu 46.500 BE/h bis zu 23.850 BE/h

Bauelementespektrum bis zu 8,2 x 8,2 mm* bis zu 27 x 27 mm**

Bestlickgenauigkeit (3 o) bis zu 10 pm bis zu 20 pym

Min. Beinchenabstand 70/50* ym 120 um

Min. Beinchenbreite 30/25* ym 50 pm

Min. Lotkugelabstand 100/50* pym 140 uym

70 ym

Min. Lotkugeldurchmesser

50/25* ym

* Mit optionaler hochauflésender Kamera (SST49) mit Blaulicht / ** Mit optionaler hochauflésender Kamera (SST30)

TECHNOLOGIEPARTNER FUR ADVANCED PACKAGING

Advanced Packaging etabliert sich als Schlisseltechnologie in der
Elektronikfertigung und verwischt die Grenzen zwischen Halbleiter-
fertigung/OSATs, IDMs und anspruchsvoller SMT-Fertigung. Zeit-,
Kosten- und Effizienzdruck erfordern zunehmend die Fertigung
von SiPs, SoCs oder die Verarbeitung von Dies und Flip-Chip-
Modulen auf hochprazisen SMT-Plattformen. Mit der SIPLACE TX
micron nutzen Sie die Bestickleistung modernster SMT-Techno-
logien in Advanced-Packaging- und High-Density-Anwendungen

und ersetzen deutlich leistungsschwachere Bonding-Ldsungen.
Als weltweit grofiter Losungsanbieter fur die Elektronikindustrie be-
dient ASMPT sowohl den Backend-Bereich fiir Halbleiterhersteller
und OSATs als auch die klassische SMT-Fertigung. In die Ent-
wicklung der SIPLACE TX micron sind jahrzehntelange Erfahrung
und neueste Technologien aus beiden Bereichen eingeflossen,

um Advanced-Packaging- und High Density-Anwendungen auf ein
neues Produktivitdtsniveau zu heben.
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